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Abstract (en)
[origin: CN114427051A] The present application relates to a lead-free Cu-Zn-based alloy with improved machinability in relation to a CuZn42 alloy,
consisting (data in% by weight) of Cu: 57-59.3% Fe: 0.12-0.17% (first alternative) or Fe: up to 0.06% and Mn: 0.3-0.7% (second alternative), P:
0.03-0.1% Sn: up to 1.0% Pb: up to 0.1%, the remainder being Zn plus unavoidable impurities, allowing for 0.05% per element, wherein the sum of
the inevitable impurities does not exceed 0.15% by weight,-wherein the following elements are allowed up to the specified content: Ni: up to 0.03%,
Al: up to 0.05%, Si: up to 0.01%,-Cr: up to 0.01%.

Abstract (de)
Beschrieben ist eine bleifreie Cu-Zn-Legierung mit gegenüber der Legierung CuZn42 verbesserten Zerspanungseigenschaften, bestehend aus
(Angaben in Gew.-%):- Cu: 57 - 59,5 %,- Fe: 0,12 - 0,17 % (1. Alternative)oderFe: max. 0,06 % und Mn: 0,3 - 0,7 % (2. Alternative),- P: 0,03 - 0,1
%,- Sn: max. 1,0 %,- Rest Zn nebst unvermeidbaren Verunreinigungen,- wobei die nachfolgenden Elemente bis zu den angegebenen Gehalten
toleriert werden:Ni: max. 0,03 %,Al: max. 0,05 %,Si: max. 0,01 %,Cr: max. 0,01 %.
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